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(57) Abstract '

Poutable, fire-proofed, latently reactive, phencl setting epoxy resin moulding materials used to envelop electronic components contain
the following elements: an epoxy resin produced from a solvent-free reaction mixture of polyepoxy resin and polyisocyanate resin with a
molar ratio between epoxy and isocyanate groups from 1.1 1o 4 at a reaction temperature of up to 220 °C in the presence of a concentration
of reaction accelerator from 0.5 to 2.5 % and of triphenylphosphine oxide from 0.05 to 10 %, both times in relation to the resin reaction
mixture; a setting agent with at least two phenolic hydroxyl groups per molecule; an inorganic filler and usual additives.

(57) Zusammenfassung

Flammwidrig eingestellte, rieselfzhige, latent reaktive, phenclisch hirtbare Epoxidharzformmassen zur Umhiillung von elektronischen
Bauelementen enthalten fol Komponenten: eine Epoxidharzkomponente, erhalten aus einer losungsmittelfreien Reaktionsharzmischung
von Polyepoxidharz und Polyisocyanatharz mit einem Molverhiltnis der Epoxidgruppen zu den Isocyanatgruppen von 1,1 bis 4 bei einer
Reaktionstemperatur bis zu 220 °C in Gegenwart cines Reaktionsbeschleunigers in einer Konzentration von 0,5 bis 2,5 % und unter
Verwendung von Triphenylphosphinoxid in einer Konzentration von 0,05 bis 10 %, jeweils bezogen auf dic Reaktionsharzmischung; eine
Hiirterkomponente mit mindestens zwel phenolischen Hydroxylgruppen pro Molekill; anorganischen Fullstoff; und dibliche Zusatzstoffe.




Pourabl e, fire-proofed, latently reactive, phenol setting epoxy resin
moul di ng materials used to envelop el ectronic conponents contain the
followi ng el ements: an epoxy resin produced froma solvent-free reaction
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